Professionelle Testaufbauten

{@} Ihr Nutzen

- Testsysteme fir die eigene Fertigung

Unser Leistungsportfolio

In-Circuit-Test (ICT)

- Moderne, grafische Bedienerfihrung

Test jedes einzelnen Bauteils auf

zur Minimierung von Bedienaufwand
und -fehlern

seine Funktion

- Schnelle und kostengriinstige

Funktionstest (FCT) Entwicklung |hres Testplatzes

der Baugruppe oder einzelner Teile
davon (Schnittstellen, Displays,
LEDs, Tasten)

- Statistische Auswertungen und
automatisierte Kennzahlenermittlung
in Echtzeit

« Schnelle und exakte Prifzeugnisse
Boundary Scan Test

 Abrufbare Qualitats- und Effizienz-
kennzahlen wie First Pass Yield (FPY)
und Soll-Ist-Zeit-Vergleiche

Prifung von komplexen Bauteilen
(z.B. BGA's), die nicht tGber Nadeln
kontaktiert werden kénnen

 Friherkennung von Wartungsbedarf
(Predictive Maintenance)
High Voltage Test (HV-Test)

Prifung auf Spannungsfestigkeit
und elektrische Sicherheit

G Ihre Vorteile

- Ein Ansprechpartner
Burn-In-Test
- Erfahrung aus 30 Jahren erfolgreicher

Entwicklung von Testsystemen fur die
Elektronikfertigung

Funktionstest von -40 bis +80°C,
Simulation des Alterns einer
Baugruppe, Aufdeckung von Fruh-

ausfallen - Kostengunstige Loésungen auch fur

Kleinserien

- Schnelle und flexible Reaktion auf

Software-Programmierung Kundenwiinsche

fir den Auslieferungszustand + Kurze Entwicklungszeiten

im Nutzen oder einzeln

- Profitieren von unserer Erfahrung,
- Testsoftware

Know-How und umfangreichen
Testbibliotheken

- Umgehende Anpassung, Wartung und
Reparatur

- Gerate-Firmware

- Seriennummer

- MAC-Adresse

- Konfigurationsdaten

Testplatz

aus fernsteuerbaren
Standard-I0-Geraten und
Netzteilen wie z. B.:

» Kalibratoren

* Programmierbare

* Schnittstellenwandler

* Programmierbare

* Schaltmatrizen

Unsere Starke besteht darin, dass wir die Tests sowie die Test-

adapter im Haus entwickeln und bauen. Damit kdnnen wir schnell
und flexibel auf Kundenwiinsche reagieren.

, S0 individuell wie lhre Produkte

Individuelle
Systemkomponenten

bestehen aus:

Testsoftware
entwickelt in unserem Haus

» Kapselung der komplexen
Tests in leichter grafischer
Bedienerfiihrung

» Gegenstellen fir den
Priifling, die mit Standard-
geraten nicht realisierbar
sind « Visualisierung der Test-

» Testadapter, der den schritte

Priifling kontaktiert

Netzteile

e Durchfihrung der
automatisierten Tests zur
Reproduzierbarkeit

(z.B. USB-CAN,

CAN-Ethernet, ...) u.a. Nadelbettadapter,

Kabelbaume oder Steck-

platinen « Datenablage in der Daten

Messgerate bank und in Logfiles

Ubrigens: Neben der Erstellung individueller, professioneller Test-
aufbauten unterstiitzen wir Sie auch gerne bei der:

Ilhrer Produkte fur eine effiziente und reibungslose Serien-
produktion: &

in unserem hauseigenen EMV-Labor

Wir sind fiir Sie da — Kontaktieren Sie uns!
Unsere freundlichen Mitarbeiter helfen lhnen gerne:

sales@systec-electronic.com | 03765 - 38600 - 2110

www.systec-electronic.com }V{

SYS TEC

ELECTRONIC

lhr Experte fur Elektronikdienstleistungen

En‘t\chkluhgs—
die%t\le_ist iIngen

5

- Technologische

_—Optimierung

ALLES AUS EINER HAND:
EMS-DIENSTLEISTUNGEN & TESTPLATZ-ERSTELLUNG

Wo andere aufhoren, machen wir weiter: Elektronik-Dienstleistungen enden bei
SYS TEC electronic nicht nach der Serienfertigung. Wir begleiten Ihr Produkt
mittels Technologischer Optimierung in jeder Phase seines Lebenszyklus.

Ob Bestuckung oder Entwicklung, ob Durchfiihrung von Tests oder Erstellung
Ihres individuellen Testplatzes: Wir unterstutzen Sie bei der gesamten
Realisierung Ihres Elektronikprojektes - schnell, flexibel und kompetent.

www.systec-electronic.com



SCHNELL, ZUVERLASSIG UND QUALITATSBEWUSST:
IHR KOMPETENTER EMS-DIENSTLEISTER

Weitere
Informationen
Zu unseren EMS-

= Dienstleistungen
. iz,
/ -
Lotprozesse (SMT/THT) sowie ‘

— Leiterplattenlagerung unter
- I . . Streck haft e . ..
(BGA, QFN,01005 usw.) bis hin zu Sonderbauteilen reckengescha Bestuickleistung fir Stickstoffatmosphére Bestiickung von Leiterplatten und Fertigung von

flexible High Mi .. . .
(grof3e Stecker, LEDs, etc.) exibie _ 'gh MIX Gesamtgeraten mit modernsten Anlagen und Equipment
Produktion auch hoch-

IHR EMS-EXPERTE _ '’
FUR ALLE FALLE ‘o

Individualverpackung

Speicherung der
Originalfotos im ERP

« hochste Flexibilitat ab Stlickzahl 1 (Prototypen) - Pendelverpackung
- internationaler Versand

Bis zu 100.000 BE/h

« alle industriestandardisierten Bauteile

« Verarbeitung auch von sehr diinnen Starr(-flex)

k L B
und Alukern-Platinen (ab 0,8mm Dicke) SRR

« maximale Leiterplatten-Grof3e: 400mm x 350mm /
Wareneingangs-
priifung (per
f Kamerasystem) /)
Verpackung sMT- @ I
und Logistik Bestiickung Flexibles 3D-AOI-
R P « System inkl. 100%
Funktionstest jeder Baugruppe | (J Prifung jeder
mit Kalibrierung — / Leiterplatte
®
AOI | ®

Burn-In (Temperaturpriufkammer) Produktionstests
(inkl. Burn-in) &
Programmierung

- Boundary Scan
Firmware-Programmierung

—R
ALLES AUS = # -
EINER HAND »
Ruckverfolgbarkeit bis zur Herstellercharge -
Vorbereitung eines fertigungsgerechten

Designs durch enge Verknilipfung der Ingenieure gackierung und

THT-Bestiickung .
Selektivléten Qualitat

(Optische @—
Inspektion)
A _ . ~
vV
‘ Automatisiert fur
® reproduzierbare

O HOCHSTE
A% QUALITAT
Verguss

in Entwicklung und Produktion , ( optionale Vermessung elektrischer Parameter
Firmware-

direkter Zugriff der Entwicklungsingenieure auf van Widerstancem uneiSanEEE S

die Produktion

Programmierung

deren Bestuckung

BGA-Rework mit Hybrid-Rework-Station

Technologische Optimierung und Begleitung der

Produkte von der Entwicklung tber die Klimatisierungs- und Luftbefeuchtungssystem

zur Einhaltung der ESD-Schutz- Anforderungen

Prototypen bis zur Serie




